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联盟第二届第二次会员大会暨第四次理事会圆满召开 

2023 年 2 月 7 日，第三代半导体产业技术创新战略联盟（CASA）第

二届第二次会员大会暨第四次理事会在苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店举行。 

 

科技部原副部长、十三届全国政协教科卫体委员会副主任、联盟指导

委员会主任曹健林，科技部高新司材料处原一级调研员曹学军，联盟理事

长吴玲，北京大学理学部副主任、教授、联盟副理事长沈波，中国电子科

技集团公司第二研究所所长、联盟副理事长唐景庭，湖北九峰山实验室主

任、联盟副理事长丁琪超，国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长阮

军，中国科学院半导体研究所研究员半导体照明联合创新国家重点实验室

主任李晋闽，中国科学院上海高等研究院原院长封松林、香港科技大学首

席教授刘纪美，浙江大学教授、浙江大学杭州国际科创中心先进半导体研

究院院长盛况，苏州纳米科技发展有限公司党委书记、董事长、总裁张淑

梅，深圳平湖实验室主任万玉喜，苏州能讯高能半导体有限公司副总裁任
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勉，南京大学教授、电子科学与工程学院副院长陈敦军，北京世纪金光半

导体有限公司董事长李百泉，华为产业战略与政策部主任工程师李霞，山

东力冠微电子装备有限公司总经理宋德鹏，厦门华联电子股份有限公司副

总经理叶立康，深圳市洲明科技股份有限公司公共关系事务部总监肖华，

常州星宇车灯股份有限公司星宇研究院技术总监杨卫桥，闻泰科技应用工

程总监李鹏，是德科技市场经理张纪泽，海宁先进半导体与智能技术研究

院先进半导体封测示范产线量产测试中心主任潘洪亮，上海蔚来汽车有限

公司研发总监李道会，深圳市思坦科技有限公司技术总监裴小明，南大光

电董事长冯剑松，苏州博湃半导体技术有限公司总经理王建龙，天津工业

大学电子与信息工程学院常务副院长牛萍娟等 100 多位领导、专家及会员

代表现场出席了会议。联盟副理事长兼秘书长杨富华主持会议。 

 

第八届国际第三代半导体论坛&第十九届中国国际半导体照明论

坛在苏州盛大开幕 

2 月 8 日，第八届国际第三代半导体论坛（IFWS）&第十九届中国国

际半导体照明论坛（SSLCHINA）在苏州盛大开幕。 

在这场被视为“全球第三代半导体行业风向标”的盛会上，大会主席、

全国政协教科卫体委员会副主任、科技部原副部长曹健林，中国科学院院

士、浙江大学教授杨德仁，中国科学院院士、南昌大学副校长、教授江风

益，中国工程院院士、有研科技集团首席科学家黄小卫，中国工程院院士、

清华大学教授罗毅，科技部高技术研究发展中心副主任卞曙光，科技部高

新司材料处原一级调研员曹学军，苏州工业园区管委会副主任王晓荣，厦
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门大学党委书记、教授张荣，中国科学院特聘研究员李晋闽，北京大学理

学部副主任、教授沈波，江苏第三代半导体研究院院长、中科院苏州纳米

所副所长、研究员徐科，第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长吴玲

等嘉宾领导，来自北京大学、香港科技大学、清华大学、厦门大学、山东

大学、浙江大学、南京大学、国家第三代半导体技术创新中心（山西平台）、

中国电子科技集团 48 所、宽禁带半导体电力电子器件国家重点实验室、

深圳平湖实验室、湖北九峰山实验室、季华实验室等高校科研院校机构的

领导、专家、学者，以及来自蔚来汽车、中微公司、天马微电子、南砂晶

圆、光莆股份、木林森、晶湛半导体等众多国内外企业的高层领导、技术

专家和市场负责人代表参与论坛。还有来自半导体照明及第三代半导体及

相关领域的知名专家学者、企业领袖、行业组织领导、投资机构代表超 1600

人参与论坛。 
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第三代半导体标准与检测研讨会成功召开 

2 月 9 日，由第三代半导体产业技术创新战略联盟标准化委员会主办，

泰克科技（中国）有限公司、忱芯科技（上海）有限公司协办的第三代半

导体标准与检测研讨会在苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店成功举办。来自第三

代半导体及相关领域的知名专家学者、企业代表 100 余人参会。 

 

研讨会旨在推动器件、测试、应用等领域的技术融合，加快相关技术

成果产业化，完善相应标准化体系，促进细分应用领域产业链上下游合作

交流。会议由工业和信息化部电子第五研究所研究员、联盟标委会副主任

来萍和浙江大学教授、联盟标委会副主任吴新科共同主持。会上，参会人

员与报告嘉宾积极互动，加强了 SiC/GaN 电力电子计量、检测、标准、器

件、应用等领域的跨界交流。 
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本次会议推动并形成了检测共性问题与技术解决方案的产业共识，推

进产业化应用进程，支撑新兴市场发展。 

 

主流公司动向  

安森美的主驱逆变器碳化硅功率模块被现代汽车集团选中用于高性能电

动汽车 

2023 年 1 月 5 日安森美(onsemi)宣布 EliteSiC 系列碳化硅（SiC）功率

模块已被起亚（Kia Corporation）选中用于 EV6 GT 车型。这款电动汽车

（EV）从零速加速到 60 英里/小时只需 3.4 秒，最高时速达 161 英里/小

时。在该高性能电动汽车的主驱逆变器中，EliteSiC 功率模块实现了从电

池的直流 800V 到后轴交流驱动的高效电源转换。安森美会继续与现代起

亚汽车集团（Hyundai Motor Company and Kia Corporation，简称 HMC/KIA）

合作，将 EliteSiC 技术用于其即将推出的基于电动化全球模块型平台（E-

GMP）的高性能电动汽车。 

安森美的高功率密度 SiC 功率模块采用了最创新的封装技术，以最大

限度地减少寄生效应和热阻，并利用创新的互连技术提供强大的封装可靠

性，从而减少与 DC-AC 转换有关的功率损耗，同时减小了主驱逆变器的

尺寸和重量，提高了性能，并使电动汽车的续航里程增加了 5%。 

安森美在汽车应用高密度电源方案方面具备几十年的卓越封装技术

经验，其差异化的功率模块技术实现领先行业的电源主驱方案。卓越的封

装技术以及从 SiC 的平面到沟槽单元结构的演进路径，使安森美能够为行

业领导者现代起亚汽车集团提供高度稳定可靠的方案。 



工作简报 第三代半导体产业技术创新战略联盟 2023 年第 1 期 

 

总第 60 期  6 
 

安森美执行副总裁兼电源方案部总经理 Simon Keeton 说：“我们与现

代起亚汽车集团的合作植根于安森美 EliteSiC 技术的卓越性能。同样重要

的是，安森美迅速成长的垂直整合的 SiC 供应链，使我们能够规划必要的

规模，以支持电动汽车的大批量生产。” 

 

梅赛德斯将从 Wolfspeed 采购 SiC 半导体 

据报道，梅赛德斯-奔驰已与 Wolfspeed 建立战略合作伙伴关系，以供

应碳化硅功率半导体。Wolfspeed 的 SiC 半导体将被梅赛德斯-奔驰集成到

未来电动汽车平台的驱动系统中。 

Wolfspeed 并未在声明中披露战略协议的商定供应量或财务范围。与

纯硅制成的组件相比，碳化硅半导体的优势众所周知：它们工作效率更高，

这本身就减少了能源消耗（或损失）。由于它们产生的废热也较少，因此可

以安装更小更轻的冷却系统，从而提高节约效果。最终结果就是电动汽车

的续航里程更长，充电时间更短。 

Wolfspeed 将从其位于达勒姆（北卡罗来纳州）和马西（纽约州）的生

产工厂向梅赛德斯-奔驰供货。位于马西的工厂于 2022 年投产。那里可以

生产 200 毫米晶圆。计划中的达勒姆工厂有望将公司的 SiC 产能扩大十倍

以上。第一阶段的建设预计将在 2024 财年完成。 

 

会员动态  
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晶能光电创新能力获权威认可，通过国家企业技术中心认定 

近日，国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局五部委联

合发文，公布第 29 批新认定及全部国家企业技术中心名单，晶能光电被

认定为国家企业技术中心。 

国家级企业技术中心是我国最高级别的企业创新平台，旨在发挥企业

在技术研发中的主体作用，提升企业技术中心的研发和创新能力，在行业

内起到引领作用和较大的示范带头作用。综合考评申报公司的创新人才、

技术积累、创新平台、技术产出和创新效益等六大指标。 

受益于国家创新体系建设，自 2006 年创立以来，晶能光电始终坚持

自主核心技术创新，承担的《硅衬底高光效 GaN 基蓝色发光二极管》项目

获得 2015 年度国家技术发明奖一等奖，在全球率先实现硅衬底 LED 技术

的大规模产业化，全球申请或拥有专利 480 余项。 

多年来，晶能光电打造了一支国际化的创新研发团队，先后荣获国家

地方联合工程中心、江西省企业技术中心等多个省部以上创新平台。2023

年 1 月 5 日，公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）

颁发的实验室认可证书，意味着公司检测中心能力达到了国家以及国际化

标准质量管理体系的要求。 

 

中晟光电设备（上海）股份有限公司研发和生产基地建设项目

完成封顶 

2023 年 2 月 18 日，中晟光电设备（上海）股份有限公司位于临港的
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研发和生产基地建设项目主体结构顺利封顶。项目建筑面积 21,180.73 平

方米，包含千级洁净室 1,700 平方、万级洁净室 4,000 平方、十万级洁净

室 2,000 平方，涵盖了办公、研发、生产、会议、培训等众多区域。项目

建成后可实现年产化合物半导体 120 台 MOCVD 设备，研发中心将具备完

整的第二代、第三代半导体材料研发测试，覆盖各种 MOCVD 设备技术和

工艺研发/产业化的综合能力。 

 

天域半导体获新一轮融资 

广东天域半导体股份有限公司（曾用名：东莞市天域半导体科技有限

公司，以下简称“天域半导体”）近日获得近 12 亿元融资，投资方包括中

国比利时基金、广东粤科投、南昌产业投资集团、嘉元科技、招商资本、

乾创资本等。 

据悉，本轮融资资金将继续用于增加碳化硅外延产线的扩产以及持续

加大碳化硅大尺寸外延生长研发投入。 

 

而在 2022 年 6 月 28 日，天域半导体还宣布相继完成了第二轮和第三

轮战略投资者的引入工作，其中，第二轮战投为比亚迪、上汽尚颀等，第

三轮战投为海尔资本、晨道资本、东莞大中和申能欣锐等。 

据了解，天域半导体成立于 2009 年，是我国最早实现第三代半导体

碳化硅外延片产业化的企业。 
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2010 年，天域半导体与中国科学院半导体研究所合作，共同创建了碳

化硅研究所，成为全球碳化硅外延晶片的主要生产商之一。 

2022 年 4 月，天域半导体 8 英寸碳化硅外延片项目落地东莞，项目内

容为新增产能达 100 万片/年的 6 英寸/8 英寸碳化硅外延晶片生产线、8 英

寸碳化硅外延晶片产业化关键技术的研发、6 英寸/8 英寸碳化硅外延晶片

的生产和销售。 

2022 年 8 月，Coherent 宣布与天域半导体签订 1 亿美元订单，向后者

供应碳化硅 6 英寸衬底，从当季度开始到 2023 年底交付。 

目前，天域半导体已开始 IPO 之路。据悉，2023 年 1 月，天域半导体

与中信证券签署上市辅导协议，辅导期至今年 5 月。。 
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